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项目

Item
标 准

Specifications
测试方法 (IEC60115-1)

Test Methods (IEC60115-1)











卷盘 Reel

01005 0201
0402 0603
0805 1206

1210
RCML08

、

、

、

、 、

、

RCMY08
RCMT08

2010 2512、

型号 Type

13.0 0.5±178 2.0± 9.5 1.0± 12.5 1.5± 2.0 0.5± 21.0 0.5± 58.0 2.0±

178 2.0± 13.0 0.5± 15.5 1.5± 2.0 0.5± 13.0 0.5± 21.0 0.5± 57.0 2.0±

M W T A B C D

单位 unit: mm



E-96 E-96 series ( 10 )系列 × Ωn

( unit 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 1000M )单位 ： Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω
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本产品在以下特殊环境下应用，性能可能会受到影响：



推荐的焊膏类型 ：Recommended solder alloy 96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu

推荐的回流焊曲线 Recommended reflow profile 推荐的波峰焊曲线 Recommended wave solder profile

Time（s）
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